Datasheet
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Resistor Technology
Resistor networks
for wire bonding [Applications up to 200 °C]

Series SRN-HT

Features

- Thin film technology applied on oxidized silicon or ceramic
- Standard and customized models

- Advantage is the excellent ratio and tracking data

- Qualified for functional Laser adjustment

+ RoHS -~ compliant

Technical Data

25 mW/mm?

Load capacity P,, gpo o : - _—
10 mW/mm? for extremly high precision applications
52..10MQ

R f

g oL (depending on chip size)
Isolafing voltoge 100 VDC silicon, 1,000 VDC ceramic
RTol absolute =005, +01:+025;+05;+ 1%
7 ratio <0.025; <0.05; <0.1 %

ICR absolute = 5" £+ 10; = 25; =+ 50 ppm/K

tracking 0.5%; 1;2; 5; 10 ppm/K

Operating temperature range -55°C...+200°C

The dient/user has to protect the bonded unit sufficient agoinst environmental influences.
1} Temperature range 0 ... + 75 °C, all resistors hove the same value

Other data on request.
Long Term Stability RTol. < 0.25 % RTol. = 0.25 %
Storage 200 °C /1,000 h - absclute <= 0.20% <+ 0.25%
Storage 200 °C /1,000 h - rafio <0.05% = 0.05 %
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Resistor networks
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Resistor Technology

for wire bonding [Applications up to 200 °C]

Series SRN-HT

Dimensions
- Chip size:
min.: 0.50 x 0.50 mm?
max.: &.00 = 10.00 mm?
« Substrate thickness:
0.260 mm =% [silicon)
0.380 mm = "% [ceramic)
- Bondpad dimensions:
min.: 0.10 x 0.10 mm?

- Bondpad metalization:

Aluminum or Geld

(US-/TSbondable)

Schematics (examples)

Kundenspezifische
Ausfihrung

- Es sind beliebige
Schaltungen maglich.

. Parameter der Wider-
stéinde werden vom
Kunden vorgegeben.

- Kundenspezifisches
Layout wird in eigener
Entwicklungsabteilung
entworfen und
technologisch umgesetzt.

- Bei Anwendungen im
Frequenzbereich ab
10 kHz wird der

Einsatz von Keramik-
substraten empfohlen.

Bestellangaben

. Widerstandswerte
und Toleranz
(absolut & relativ)

- Temperaturkoeffizient
(absolut & relativ)

- Verschaltung der

Dimension:
Widerstdnde
0.50 x 0.50 mm?® and = 1.60 x 2.00 mm*
- Elektrische Belastung,/
0.76 % 0.76 mim? - F s & .
Chipabmessung
L . 2 - Arbeitstemperaturbereich
: LA - . Sonderforderungen
il @ @ [;] §| . Stiickzaohl, Liefertermin
[ ' [ I T VoF 3 4 H i ueferfm
. Chip Trays
Single Vaoltage/ Single Current Voltage - Water geinkt
Resistor Current Divider Resistor Divider Divider . Wafer gesigt auf Folie
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